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(57) 1.  Спосіб фіксації контактів,  комп'ютерів,  що
включає з'єднання вузлів комп'ютерів за допомо-
гою кабелів і шлейфів, з'єднання вузлів між собою
через сигнальні слоти,  який відрізняється тим,
що місця з'єднання кабелів і шлейфів з вузлами
комп'ютерів і місця з'єднання вузлів між собою
через сигнальні слоти після збирання комп'ютера і

перед транспортуванням заливають розплавле-
ною еластичною пластиковою масою (компаун-
дом) з температурою плавлення, що вища за ро-
бочу температуру всередині корпусу комп'ютера і
нижча за температуру плавлення ізоляції кабелів і
шлейфів та мастикових деталей комп'ютера.
2. Спосіб фіксації контактів комп'ютерів за п. 1,
який відрізняється тим, що заливку розплавленої
еластичної пластикової маси (компаунда) роблять
за допомогою заливочного пістолету з можливістю
її попереднього розігріву в ньому до рідкого стану.
3.  Спосіб фіксації контактів комп'ютерів за п.п.  1  і
2, який відрізняється тим, що розплавлену елас-
тичну пластикову масу (компаунд) наносять на
з'єднувані частини зверху місця з'єднання.

Технічне рішення, належить до галузі комп'ю-
терної техніки і може бути використане при зби-
ранні комп'ютерів, що підлягають частим транспо-
ртуванням і переміщенням.

Відомі засоби фіксації вузлів комп'ютерних
приладів, в яких материнські плати, пристрої па-
м'яті, процесори, контролери, дискові накопичувані
з'єднані кабелями і шлейфами.

Однак, при перевезеннях і переміщеннях ком-
п'ютерної техніки можливе виникнення вібрацій,
що призводить до порушення контактів у з'єднан-
нях комп'ютерів, що веде до зниження надійності
роботи комп'ютерних пристроїв.

В основу рішення, поставлена задача підви-
щення надійності фіксації контактів і з'єднань ком-
п'ютерів за рахунок нанесення на них покриття у
вигляді еластичної запобіжної оболонки з наступ-
ним її затвердінням.

Поставлена задача вирішується тим, що в спо-
собі фіксації контактів комп'ютерів, що включає
з'єднання вузлів комп'ютерів за допомогою кабелів
і шлейфів,  з'єднання вузлів між собою через сиг-
нальні слоти, згідно винаходу, місця з'єднання
кабелів і шлейфів з вузлами комп'ютерів і місця
з'єднання вузлів між собою через сигнальні слоти
після збирання комп'ютера і перед транспортуван-
ням заливають розплавленою еластичною пласти-
ковою масою (компаундом) з температурою плав-
лення, що вища за робочу температуру всередині
корпусу комп'ютера і нижча за температуру плав-

лення ізоляції кабелів і шлейфів та пластикових
деталей комп'ютера.

Заливку роблять заливочним пістолетом з мо-
жливістю розігріву в ньому еластичної пластикової
маси до рідкого стану.

Еластичну пластикову масу наносять на обид-
ві з'єднувані частини зверху місця їхнього з'єдна-
ння.

Таким чином, після застигання (приблизно
протягом 15 сек.), еластична маса забезпечує на-
дійне утримання контакту сполучення і запобігає
роз'єднанню вузлів при трясінні і вібраціях, які ви-
никають при транспортуваннях і переміщеннях, за
рахунок створення цьому додаткової захисної
еластичної підтримуючої оболонки в місцях з'єд-
нання вузлів.

На фіг.  представлена схема фіксації місць
з'єднань в комп'ютері.

Спосіб фіксації з'єднань комп'ютера здійсню-
ється на комп'ютерах, що мають наступну прибли-
зну конфігурацію: материнську плату 1, дискові
прилади 2, контролер управління 3, блоки живлен-
ня 4 з роз'ємами живлення 5 і шнурами живлення
6, шлейфи 7, звукову карту 8, привод CD-ROM 9,
контролери 10.

Даний спосіб здійснюється наступним чином.
Розплавленою еластичною пластиковою ма-

сою (компаундом), при цьому температура плав-
лення вища за робочу температуру всередині кор-
пусу комп'ютера і нижча за температуру плавлен-
ня ізоляції кабелів і шлейфів та пластикових дета-
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лей комп'ютера, за допомогою заливочного пісто-
лету, наділеного пристроєм для розігріву пласти-
кової маси, заливають під'єднання роз'ємів жив-
лення 5 до материнської плати 1, дискових при-
строїв 2, вентиляторів і елементів індикації корпу-
са комп'ютера (позиції не вказані), тобто до конс-
трукцій, що не мають фізичних фіксаторів, напри-
клад, заскочок, що запобігають мимовільному роз'-
єднанню. Заливають також місця під'єднання
шлейфа даних 7, що з'єднують контролер управ-
ління 3 з дисковими пристроями 2, при цьому
шлейф 7 заливається в місцях з'єднання обабіч,
тому що тут немає фіксаторів. Заливають також
місця з'єднання додаткових шлейфів 7, що з'єдну-
ють контролери 10 між собою (наприклад, шлейф
між відеоконтролером і відеобластером). Залива-

ють також з'єднання контролерів 10 з материнсь-
кою платою 1 і місця під'єднання роз'ємів живлен-
ня 5 до дискових пристроїв, місце виходу шнурів
живлення 6  з блоку живлення 4,  шлейфа 7,  що
з'єднає звукову карту 8 з приводом CD-ROM 9.

Після застигання еластична маса, нанесена на
з'єднані частини, забезпечує надійне утримання
контакту з'єднання і запобігає роз'єднанню вузлів
при перевезеннях і транспортуваннях комп'ютерів,
при трясіннях і вібраціях.

Інші з'єднання, що мають фізичні фіксатори
(модулів пам'яті з материнською платою, материн-
ської плати та дискових пристроїв з корпусом),
тримаються за їх рахунок і додаткової заливки
компаундом не потребують.

Фіг.
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